Verguss, Umhillung und Transfermolden

Weichverguss
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FR5-Leiterplatte mit SMD-Komponenten in Gehause eingesetzt, Kontaktstifte
eingelotet, vergossen und Deckel mittels Ultraschallschweif3verfahren verschlossen

Formstabiler Verguss

Schaltungsaufbau auf IMS-Substrat mit SMD-Komponenten und ungehaustem
Leistungshalbleiter

Formstabiler Verguss auf Epoxydharzbasis



Partieller, formstabiler Verguss

3D-Schaltungsaufbau auf Keramik
Sensor in Chip-and Wire Verfahren gebondet
Hohenbegrenzter und formtreuer Verguss

Transfermolden

Keramik bestlickt mit ungehausten Halbleitern und SMD-Komponenten
Angeloteter Lead-Frame und Kihlkorper

Transfermolden der kompletten Baugruppe
Ausstanzen und Biegen der Lead-Frame-Anschlisse



